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REIVINDICACIONES 

 

 1. Un aparato que comprende: 

 una cámara de vapor conf igurada para absorber calor de una fuente 

de calor de un disposit ivo de cómputo, en donde la cámara de vapor está 5 

integrada con un módulo de pantalla táct i l  (TDM) del disposit ivo de 

cómputo, la cámara de vapor comprende: 

  una porción superior acoplada al TDM; 

  una porción inferior  acoplada a la fuente de calor, en donde 

las porciones super ior e inferior forman la cámara de vapor; y 10 

  un espacio anular entre las porciones super ior e inferior que 

comprende un f luido.  

 2. El aparato de acuerdo con la reivindicación 1, en donde los 

cambios de fase del f luido incluyen uno de evaporación que provoca que el 

f luido cambie de un l íquido a un vapor, y condensación que provoca que el 15 

f luido cambie de un vapor a un l íquido.  

 3. El aparato de acuerdo con la reivindicación 2, en donde una 

porción del f luido que es vapor se ubica dentro de una capa de vapor 

rodeada por una o más capas de l íquido comprendiendo una porción 

restante del f luido que es l íquido.  20 

 4. Un aparato que comprende: 

 una cámara de vapor conf igurada para absorber calor de una fuente 

de calor de un disposit ivo de cómputo, en donde la cámara de vapor está 

integrada con un gabinete trasero del disposit ivo de cómputo, la cámara de 

vapor comprende: 25 
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  una porción superior que comprende un metal acoplado a la 

fuente de calor; 

  una porción inferior que comprende una porción del gabinete 

trasero, en donde la porción inferior está unida a la porción superior de la 

cámara de vapor a través de difusión para formar la cámara de vapor; y 5 

  un espacio anular entre las porciones super ior e inferior que 

se evacúa y se carga con un f lu ido.  

 5. El aparato de acuerdo con la reivindicación 4, en donde la 

porción inferior de la cámara de vapor es al menos una superf icie externa 

del disposit ivo de cómputo que permite una comunicación mecánica entre 10 

la cámara de vapor y un ambiente.  

 6. Un método para proporcionar manejo térmico para un 

disposit ivo de cómputo, el método comprende: 

 integrar una cámara de vapor l lena de f luido en uno o más 

componentes del disposit ivo de cómputo, en donde la cámara de vapor 15 

incluye una porción super ior, una porción inferior y un espacio anular entre 

las porciones super ior e inferior que comprende el f lu ido.  

 7. El método de acuerdo con la reivindicación 6, en donde la 

cámara de vapor está integrada en uno de un módulo de pantalla táct i l  

(TDM) y un gabinete trasero del disposit ivo de cómputo. 20 

 8. El método de acuerdo con la reivindicación 6, que además 

comprende: 

 permit ir  que una o más superf icies externas del disposit ivo de 

cómputo obtengan condiciones de superf icie externa sustancialmente 

isotérmicas en respuesta a una transferencia uniforme de calor. 25 
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 9. El método de acuerdo con la reivindicación 6, en donde el 

f luido es dependiente de una composición de material de la cámara de 

vapor.  

 10. El método de acuerdo con la reivindicación 6, en donde el 

f luido t iene propiedades de transporte optimizadas que incluyen al menos 5 

una de una viscosidad dinámica, una conduct ividad térmica y una tensión 

superf icial del f luido.  
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